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(57)摘要

本申请实施例提供焊盘、电子器件及其连接

结构、阻焊层的制作方法，涉及电子元件连接技

术领域，该焊盘包括焊盘本体以及覆盖于所述焊

盘本体上方的阻焊层，沿所述阻焊层的厚度方向

形成有用于焊接的通孔，所述通孔的面积小于所

述焊盘本体的面积，且所述通孔的面积沿远离所

述焊盘本体的方向逐渐增大。
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